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Esta invencidn se refiere a composiciones de resi-
na epoxidica.

Recientemente, en la fabricacién de grandes méqui-
nas rotativas, se han utilizado resinas sin disolvente como
aglutinantes e impregnantes para aislamientos que estin cons-
tituldos fundamentalmente por mica, en forma de papel, cinta
o escamas como dieléctrico. Las primeras resinas sin disol-
vente, desarrolladasg como impregnantes de aislamiento, fue-
ron poliésteres que contenian estireno con una cadena princi-
pal de poliéster derivada de propilenglicol, dcido fumdrico
v &eido adipico.

No obstante, debido a una fuerte competencia y a
propiedades generalmente superiores, estas resinas de poliés—
ter han sido reemplazadas parcialmente por resinas epoxidicas
como sistemas de aislamiento. Las propiedades que hacen a-‘las
resinas epoxidicas superiores a los poliésteres son su fuerza
de unién al cobre metdlico, sus estabilidades térmica e hidro-
1{tica y su resistencia a la contaminacién.

NWo obstante, tales sistemas epoxidicos sin disolven-
te han dejado mucho que desear, en términos de las propieda-
des eléctricas y mecdnicas a temperaturas elevadas debido ‘a
los agentes de curado y a los diluyentes generalmente emplea-—
dos, tales como trifluoruro de boro-monoetilamina, y l,4-buba-
nodiol-&ter diglicidilico. En consecuencia, tales sistemas de

resina epoxidica pueden utilizarse finicamente con equipos de
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baja tensibn, es decir, menor de aproximademente 6,9 kv, pues
de lo contrario podrian producirse "embalamiento térmico" y
fallo del equipo,

De acuerdo con la presente invencién, un método -de
preparacibén de una composgicién resinosa comprende mezclar, en
peso, (A) 85 a 115 partes de una resina epoxidica de éter de
glicidilo del tipo de bisfenol A y/o de las novolacas; (B)
100 a 155 partes de un snhidrido de deido; y (C) 25 & 95 par-
tes de un &ter de diglicidilo de neopentilglicol como diluyen-
te reactivo,

Los resultados de los autores de la invencidén han
indicado que el éter de diglicidilo del neopentilglicol,
cuando se utiliza en la relacidn critica arriba descrita, co-
mo diluyente reactivo de una resina epoxidica, es particular-
mente eficaz y no produce efecto perjudicisl alguno sobre las
propiedades eléctricas y mecénicas de la resina curada a tem-
peraturas elevadas.

Con objeto de que la invencibn puedd comprenderse
més claramente, se describirén a continuascidn realizaciones
convenientes de ls misma, a modo de ejemplo, con referencia
a los dibujos gque se adjuntan, en los cuales:

la Fig. 1 es una vista fragmentaria en perspectiva
que muestra una parte de una bobina de cobre envuelta con-la
cints de mica impregnada de esta invencidn;

la Fig. 2 es una vista en planta de un miembro de



bobina eléetrica cerrado que tiene dos porciones ranuradas;
Ta Fig. % es un grifico que representa el mddulo
de traccidn en funcibdn de la temperatura para muestras de
resina curadas, una de las cuales contiene éter diglicidil-
5 neopentilicos
la Pig, 4 es un gréfico de resistencia a la trac-
cibn en funcién de la temperatura para muestras de resina
curadas, una de las cuales contiene éter diglicidilneopen~-
tilico, ¥
10 la Fig. 5 es un gréfico del % de alargamiento en
funcibn de la temperatura para muestras de resina curadas,
wna de las cuales contiene &ter diglicidilneopentilico.
Se ha descubierto que el éter diglicidilico del
neopentilglicol se puede mezclar con poliéteres glicidili=
15 cos reactivos de los tipos del bisfenol A y de las novola~-
cag y anhfdridos de &cido, para producir resinas de impreg-
nacidn exentas de disolvente que poseen las propiedades de
una resistencia satisfactoria a los disolventes, larga vida
de almacenamiento, baja viscosidad a la temperatura ambien-
20 ‘te, tiempos de gelificacidn adecuados a temperaturas eleva-
das, insensibilidad mejorada al agua y excelentes propieda-
des eléetricas y mecdnicas a temperatura elevada. La mejora
en el impregnante sin disolvente de naturaleza totalmente
epoxidica comprende mezeclar éter diglicidilico de neopentil-

25 glicol en proporciones eriticas con un sistema de epoxi-&ter
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glicidf{lico~anhidrido. El margen de porcentajes en peso ffi-
les, para proporcionar un compromiso satisfactorio de tiempo

de curado, vida Gtil de almacenamiento y propiedades eléctri-
cas y meclnicas, es una relacién resina epoxidica de &ter gli=-
cidilico:enhidrido de &cido:éter diglicidilico de neopentilgli-
col de 85 a 115:100 a 155:25 a 95, con un margen preferide de
aproximadamente 100:140:40, respectivamente.

Se ha encontrado sumamente ventajoso curar estas
composiciones resinosas polimerizables en el margen de tempe-
ratura de aproximadamente 1502C a 1702C para formar productos
resinosos tenaces y duros. La composicidén puede incluir tam-
bién hasta aproximadamente 0,25 partes de acelerador latente
por cada 100 partes de componente epoxf{dico de &ter glicidi-
lico para mejorar los tiempos de gelificacidn a temperaturas
elevadas. Se emplea el término "acelerador latente" para dar
a entender un compuesto que puede acelersr las velocidades
de curado a temperaturas elevadas al mismo tiempo que exhibe
poco o ninglin curado a la temperatura ambiente, proporcio-
nando asi propiedades satisfactorias de almacenamiento. Pre-
feriblemente, estos compuestos son compuestos de fosfonio or-
génicoscusternarios derivados de las sales de fosfinas orgé—
nicas terciarias y haluros de arilo o alcohilo, y tienen la

férmula estructural:



en ia cual Rl’ R2, R5 ¥y R4 son radicales arilo o radicales
alcohilo que tienen de 1 a 21 &tomos de carbono, teniendo los
radicales alcohilo preferidos de 4 a 12 carbonos. X, unido al
fésforo, es un haldgeno, preferiblemente Cl, Br 6 I, o un ra-
10 dicsl propionato, acetato, butirato, isobutirato o dimetilfos=-
fato,
El poliéter glicidflico de un fenol divalente que
se puede emplear en la invencidén puede obtenerse haciendo reac-
cionar epiclorhidrina con un fenol divalente en un medio dalca-
'15 lino a aproximadamente 502C, utilizando 1 a 2 6 mis moles de
epiclorhidrina por mol de fenol divalente. Se continfa el-ca~-
lentamiento durante varias horas para que se lleve a cabo la
reaccidn, y se lava después el producto para dejarlo exento
de sal y de base. EL producto, en lugar de ser un compuesto
20 sencillo fnico, es generalmente una mezcla compleja de polié-
teres de glicidilo, si bien el producto principal se puede
representar por la férmula
0 0

7N\ N\
CHE—-—CH———CHa-——O(R—— O-—-CHZ———CHOH——-CH2—-O)n R—-O-—CH2-CH—CH2
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en la cual n es un nfmero entero de la serie O, 1, 2, 3 ...,
v R representa el radical hidrocarbonado divalente del fenol

divalente, Tipicamente R es:

Los poliéteres glicidilicos de un fenol divalente
10 ubtilizados en la invencidn tienen una equivalencia 1,2-epoxi-
dica comprendida entre 1,0 y 2,0. Por el término "equivalencia
epoxidica", se hace referencia al nimero medio de grupos 1l,2-
epoxi.,
0
/\
15 CH,

contenidos en la mdlecula media del éter glicidilico. Estos
polidteres glicidilicos se denominan corrientemente resinas
epoxidicas del tipo del bisfenol A. EL bisfenol A (p,p-dihi-
droxi-difenil-dimetil-metano) es el fenol divalente utiliza-
20 do en estos epdxidos.

Ias resinas epoxidicas tipicas de bisfenol A son
fécilmente asequibles en cantidades comereiales, & se puede
hacer referencia a la obra "Handbook of Epoxy Resins" ("Ma-

nual de Resinas Epoxidicas"), de Lee y Neville, para una
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descripcidn completa de sus sintesis, o también a las Paten-
tes de 10s EE.UU.: 2.324.4833 2.444.33335 2.,500.,600; 2.511.9133
2,558,949; 2,.582.985; 2.615.007; y 2.633.458,

Otras resinas de éter glicidilico que son Gtiles y
que se pueden utilizar en lugar de o en combinacidn con epbxi-
dos del tipo del bisfenol A en esta invencidn, incluyen &teres
poliglicidflicos de una novolaca. Los &teres poliglicidilicos
de una novolaca adecuados para ubilizacibn de acuerdo con es=
ta inveneidn, se preparan haciendo reaccionar una epihalohidri-
na con condensados de fenol=-formaldehido., Si bien las resinas
basadas en bisfenol A contienen un méximo de dos grupos epo=-
xidicos por molécula, las novolacas epoxidicas pueden contener
tantos como 7 o més grupos epoxidicos por molécula. Ademds
del fenol, se pueden utilizar fenoles sustituidos con alcohi-
lo, tales como o-cresol, como punto de partida para la produc-
¢cidén de las novolacas,

El producto de la reaccidn es generalmente un com=-
puesto aromdtico resistente a la oxidacidn en masa, un ejem=

plo de los cuales se representa por la férmula:

-8
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o = -~ H 0 ]
Hc/\cl Héo/\GH B 0
-C—-C_C.H 1) IC/\
b : 0 H H H-O_i_C-H
[
B OHO 4 | B 5 4
| |
S l Qb) | N
- H
n

en la cual n es un nfimero entero de la serie 0, 1, 2, 3, etc.

Si bien se prefieren generslmente resinas de novola-
ca obtenidas a partir de formaldehido para uso en esta inven-
cidn, se pueden utilizar también resinas de novolaca proceden=- -
tes de cualesquiera otros aldehidog tales como, por ejemplo
acetaldehido, cloraldehido, butiraldehido, y furfurilaldehido.
Aunque la férmula arriba indicada mue#bra una novolaca comple- -
tamente epoxidada, pueden ser 4tiles en esta invencibn otras
novolacas que estén epoxidadas sbdlo parcialmente.

Las resinas epoxidicas de éter glicidilico pueden
caracterizarse también con referencia a su peso equivalente
de epbxido, que es el peso molecular medio de la resina de que
se trate dividido por el nfmero medio de radicales epoxidicos
por molécula. En la presente invencidn, las resinas epoxfdicas

adecuadas se caracterizan por un peso equivalente de epdxido



comprendido entre sproximadamente 150 y aproximadamente 5500
para el tTipo dei bisfenol A, y de aproximadamente 100 a 500
para las novolacas epoxidicas. Dentro de este margen, existe
un intervalo preferido de peso equivalente epoxidico compren-
5 d;do entre aproximadamente 160 y aproximadamente 800 para el
tipo del bisfenol A, y entre aproximadamente 125 y 350 para
las novolacas epoxidicas., Estos dos tipos de resinas epoxidi-
cas pueden utilizarse solas o formando mezclas,
Los anhidridos de 4cido que han de utilizarse para
10 llevar a eabo la invencidn incluyen los anhidridos convencio-
nales mono- y poli-funcionales. Son tipicos de entre los an-
hidridos mono-funcionales el anhidrido hexshidroftdlico, anhi-
drido l-metilhexahidroftélico, anhidrido tetrahidroftélico,
anhfdrido l-metil-tetrahidroftdlico, anhidrido ftélico, anhi-
15 drido NADIC, anhfdrido NADIC-metilico, y andlogos. Los anhidri-
dos polifuncionales que pueden emplearse incluyen dianhidrido
piromelitico, polianhidrido poliazelaico, el producto de reac-
cibn del anhfdrido trimelitico con un glicol, y dianhfdrido
del 4cido benzofenon~tetracarboxilico. Los anhidrido se pue=
20 den utilizar individualmente o en mezclas. El contenido total
de anhidrido de la mezcla epoxi-anhidrido debe estar compren-
dido dentro del margen desde aproximadamente 0,5 a aproxima-
damente 1,5 equivalentes de anhidrido por cada equivalente

epoxidico.

25 El &ter neopentil-diglicidilico se prepara por un
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26-9-72

procedimiento en dos etapas., En la etapa inicial reaccionan
el neopentilglicol (2,2-dimetil-1,5—propanodiol) y la epi-~
clorhidrina en presencia de un 4cido de Tewis, BF5’ para pro-
dueir la clorhidrina intermedia. Este producto intermedio se
gomete luego a deshidrchalogenacibn por accidn de hidrbxido

de godio o aluminabto de sodio,

CH
19 0
1 /\ BF;
HO-CHZ——— C-——CH2-—-OH + 2 Cl—CHe-CH——-CHZ e,
| .
CH5
(Neopentilglicol) (Epiclorhidrina)
0H GH3 OH
I | 2NaCH
Cl-CHz-—-CH——-CHE—— O-Cﬂa-?——-GH2~——O-CH2—— CH-CHE—CI-—————~——§
CH5

(Compuesto intermedio de tipo.clorhidrina)

Ol 0

7/ \ | /

Cffp— OB=08,— 0~0,~ — Cllp — 0-CH, — CH~CH, + 2NaCl  2H,0
Ol

(Eter neopentildigliecidilico)

]l
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De este modo se obtiene un producto de viscosidad
extremadamente baja, mds bien que un producto resinoso. Los
autores de la invencidn han encontrado que este éter diglici-
dflico alifético es un diluyente reactivo excelente, no per-
ju@icial, particularmente adecuado para uso en composiciones
de barniz aislante exentas de disolvente.

Pueden utilizarse como coadyuvantes para lz fluidi-
zracidn de la composicidn agentes tixobrdpicos, tales como
8i0, en la composicidn de gel. Andlogamente, se pueden emplear
cargas diversas, tales como silice, cuarzo, silicato de alumi-
nio y berilio, silicato de aluminio y litio, y mezclas de los
mismos, en tamafios medios de particula comprendidos entre apro-
ximadamente 10 y 300 micras, en proporcidn de hasta aproxima-
damente 200 partes por cada 100 partes de componente epoxidi-
co de é&ter glicidflico, con el fin de mejorar las propiedades
eléctricas y de reducir los costes de la formulacidén de resi-
na,

Haciendo referencia a ia Fig. 1 de los dibujos, la
bobina 10, que se muestra como una banda conductora simple de
cobre o aluminio por ejemplo se envuelve primeramente con una
capa de cinta 12 que se superpone 8 si misma. La cinta 12 com-
prende escamas de mica 14 y un refuerzo laminar 16, unido to-
do ello con un aglutinante resinoso lfquido. La cinta se pue-
de aplicar semi-gsuperpuesta, unide a tope o de cualguier otro

modo, Se pueden aplicar una o més capas adicionales 18 de ecin-

12—
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ta de mica, semejantes a la cinta 12, Para imparbtir una mejor
resistencia a la abrasién y para asegurar un aislamiento més
estricto, se puede aplicar a la bobina una envoltura exbterior
de cinta de un mabterial fibroso tenaz, tal como fibra de vidrioe,
asbesto, o andlogos,

La cinta de mica para la fabricacidn de bobinas de
acuerdo con la presente invencidn se prepara a partir de un
material de refuerzo laminar sobre el que se dispone una ca-
pa de escamas de mica. El refuerzo laminar y las escamas de
mica se tratan con un aglutinante resinoso liquido. Las esca-
mas de mica se cubren luego preferiblemente con otra capa de
refuerzo laminar con objeto de proteger la capa de escamas de
mica y de producir un aislamiento més uniforme. Este aislamien~
to de mica tiene preferiblemente la forma de una cinbta del
orden de 2;5 centimetros de anchura, aunque se pueden prepa-
rar c¢intas o aislamiento laminar de cualquier otra anchura.

Para la fabricacidn de mdquinas eléctricas, el re-
fuerzo laminar para la cinba puede comprender papel, tejidos
de algodbén, papel de asbesto, tela de vidrio o fibras de vi-
drio, u hojas o tejidos preparados a partir de resinas sinté-
ticas tales como nyldn, polietileno y resinas lineales de po-
li(tereftalato de etileno)., Se ha empleado satisfactoriamente
material de refuerzo laminar de un espesor de aproximadamente
25 micras, al que se ha aplicado una capa de 76,2 a 254 mi-

cras de espesor de escamas de mica. Los aglutinantes 1iquidos

13-
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para las escamas de mica pueden ser poliésteres lineales 1i-
quidos o resinas epoxidicas liquidas que sean solubles en y
compatibles con las composiciones resinosas de esta invencidn
que se emplearin para impregnar subsiguientemente las bobinas.,

Ia bobina con las capas aplicadas de aislamiento de
mica se impregna luego a vacio con la composicidén resinosa po=
limerizable liquida y completamente reactiva de esta invencidn.
Despuds de la impregnacién a vacio, la bobina aislada se ex~-
pone a la atmdsfera, y después de la aplicacidén de calor y
presidn, se forma un aislamiento termicémente estable y rela-
tivamente flexible,

Las bobinas producidas por la impregnacibn de la en-
voltura de mica con cualquiera de las composiciones completa-
mente reactivas de esta invencibén se introducen en una pren-
sa caliente sn la que las partes de ranura se somebten a ca-
lor y presidén durante un perfiodo de tiempo de aproximadamen-
te 1 hora a 1009¢-1508C para curar la composicidn resinosa en
las partes de rsnura. Las porciones de los extremos de los
arrollamientos quedarin sustancialmente sin curar, Esta opera-
cibn de prensado en caliente produce una bobina gue tiene una
parte de ranura del tamalio exacto requerideo para la midquina
eléctrica, y que puede fijarse en las ranuras de la méquina
eléctrica fécilmente flexionando las porciones de los extremos.

Una bobina entera cerrada 20, preparada de acuerdo

con la presente invencidn, se ilustra en le Fig. 2. La bobins

1l



entera comprende una porcidn de extremo constituida por una
tangente 22, una espira de conexibn 24 y otra tangente 26

con conductores desnudos 28 que emergen de aquéllas, Las par-
tes de ranura 30 y 32 de la bobina que se han prensado en ca-

5 liente para curar la resina y para conformarlas s uns forma
y un tamafio predeterminados, estén conectadas a las tangentes
22 y 26, regpectivamente, Estas partes de ranura estén conec-
tadas a otras tangentes 34 y %6 conectadas a su vez mediante
otra egpira 38,

10 Las bobinas completas preparadas como se describe
en esta memoria, con partes de ranura curadas y porciones ex-
tremas sin curar, se disponen en las ranuras del estator o del
rotor de una mdquina eléctrica, y los arrollamientos de los
extremos se envuelven y se unen entre si. Los conductores no

15 aislados se sueldan luego con estafio por soldadura autbgena
0 se conectan de cualquier otro modo unos con obtros o con el
conmutador. Después de ello, se colocard la méquina entera en
una estufa y se calentard a una cierta temperatura para curar
la composicidn completamente reactiva aplicada a la porciones

20 de los extremos.

Ia invencidn se ilustraré a continuacién con refe-

rencia a los ejemplos que siguen:

26~9-72 ~15-
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EJEMPLO 1

Se prepard una formulacién de resina que contenia
70 gremos de una resina liquida de &ter diglicidilico de bis-
fenol A, que tenia un peso equivalente epoxidico de 172-176 y
uﬁa viscosidad a 252C de 4000-6400 centipoises (vendida comer-
cialmente por Dow Chemical Company bajo el nombre comercial
DER 332), 100 gramos de anhidrido l-metiltetrahidroftélico,

y 30 gramos de éter neopentil-diglicidilico que tenia un peso
equivalente epoxidico de aproximadamente 150 y una viscosidad
a 279C de aproximadamente 4 cp, para proporclonar una relacidn
en peso de resina epoxidica de &ter glicidilico:anhidrido de
4cido:éter diglicidilico de neopentilglicol de 100:143:43,

Se afiadieron aceleradores a esta formulacidén de re-
sina para formar: la muestra A, que contenia 0,08 gramos de
dimetilfosfato de metiltrioctilfosfonio; la muestra B, que
contenia 0,12 gramos de dimetilfosfato de metiltrioctilfos-
fonio; la muestra C, que contenia 0,08 gramos de acetato de
tetrabutilfosfonio; la muestra D, que contenia 0,12 gramos de
acetato de tetrabutilfosfonio, y la muestra E, que contenia
5 gramos de estearato de zinc,

BEstos componentes se vertieron en un recipiente, se
agitaron a la temperatura ambiente y se introdujeron después
en un mezclador de pinturas durante aproximadamente cinco

minutos. Se verbtieron luego muesiras de 10 gramos en cédpsulas

-16~



planas de aluminio de 5 cm de didmetro. Se introdujeron estas
muestras en la estufa a 1352C, y se inspeccionaron cada 20 a
30 minutos para anotar el tiempo de gelificacidn de las mues-
tras. El tiempo de gelificacién aproximado se congiderd que

5 era el perfodo de tiempo necesario para que la formulacidn
comenzara a solidificarse.

Las propiedades de almacenamiento de las mezclas
se determinaron midiendo las viscosidades a 272C en tubos de
borboteo de Gardener-Holdt. Las medidas ge efeetuaron usual-

10 mente con intervalos de una semana, Se considerd gque la ter-
minacién de la vida 4til catalizada (periodo de duracidn Gtil
en el envase) de estas formulaciones se alcanzaba cuando la
viscosidad llegaba a un valor de 1000 cp a 272C,

Ta muestra E se sometid a la temperatura ambiente

15 a ensayos de resistencia a los disolventes y a los productos
quimicos por inmersibén de una pieza colada, de 7,5 cm x 2,5
em X 3,18 mm, curada durante 16 horas a 1352C y durante cua-
tro horas a 1502C, en diversos disolventes. Se debermineron
luego periddicamente las variaciones en espesor, peso, y du-

20 reza Shore D.

La constante dieléetrica y los factores de poten-
cia a 60 Hz (100 x tg o) se evaluaron a 75¢ y 1259C (desig-
nacidén ASTM D 150-65T) sobre piezas coladas de 7,5 cm x 2,5
em x 3,18 mm, curadas durante 156 horas a 1352C y 4 horas a

25 1502C., Los resultados de los ensayos de tiempo de gelifica-

26-9-72 ~17-



cidn, vida fitil de almacenamiento, y ensayos eléctricos, asi
como los ensayos con disolventes, se dan en las tablas 1y 2.
Tas propiedades mecédnicas tales como mbdulo de trac-
cidn, resistencia a la traccidn y % de alargamiento se obtuvie-
5 . ron empleando piezas coladas en forma de hueso de perro (de=-
signacidn ASTM D 651) dentro de un amplio intervalo de tempe-
raturas. Los resultados de estos ensayos se dan en las Figs.
344, ¥ 5; respectivamente.
Estas formulaciones de resina se han utilizado tam=~
10 bién como barniz exento de disolvente en un aislamiento de
mica laminar, y se han ensayado como aislamiento en hoja pa~
ra bobinas de motores eléctricos. Los datos experimentales
obtenidos con bobinas de 2300 voltios utilizando 6% en peso
de aglutinante de resina epoxidica para cinta de mica que te-
15 nfa un refuerzo de Dacron [ poli(tereftalato de etileno)]iy
que estaba impregnado con el barniz de esta invenciédn, propor-
cionaron valores del factor de potencia a 1502C (100 x tg 5)
de 21%. Bobinas andlogas impregnadas con el barniz epoxidico
del Ejemplo 2 siguiente, utilizando éter diglicidilico de 1,4~
20 butanodiol como diluyente correactivo en lugar de &ter digli-

cidilico de neopentilglicol, proporcionaron valores del factor

de potencia a 1502C de 50%.

26-9-72 -18-
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EJEMPLO 2

Para proporcionar datos comparativos, se utilizd
una formulacidn de resina que contenfa una resina epoxidica
de bisfenol A utilizendo diluyenbte reactivo epoxidico de éter
diglieidilico de 1,4~butanodiol, y un agente de curado de al-
cohol furfurilico-BF5~monoetilamina. Esta formulacidn, denomi-
nadas muestra F, contenia 70 gramos de un éter diglicidilico
1fquido de resina de bisfenol A que tenia un peso equivalente
epoxidico de 182-189 y una viscosidad a 25°2C de 7000-1000 cp
(vendido comercialmente por Ciba Produets Co. bajo el nombre
comercial Araldite 6005), 30 gramos de éter diglicidilico de
1,4~butanodiol que tenfa un peso equivalente epoxidico de 136
y una viscosidad a 252C de 19 cp (vendide comercialmente por
Ciba Products como diluyente bajo el nombre comercial Araldi-
te RD-2, Modificador Reactivo Diepoxidico), 2 partes de agen-
te de cuprado de trifluoruro de boro-monoetilamina, y 6,5 par-
tes de agente de curado de alcohol furfurilico. Se hicieron
reaccionar los ingredientes y se llevaron a cabo los mismos
ensayos en las mismas condiciones que en el Ejemplo l. Los
resultados se dan en la Tabla 1, Tabla 2, y en las Figs. 3,

4 y 5 mls adelante,

-19-~



""""" TTiempo do me- | Vida Gtil en |Factor de Po- | Constante 216~
Muestra |lificacibn a el envase a teneia a 12590 léetrica a

13590 279G, (100 x tg § ) | 75¢9C.
(minutos) (dias)

A 120 170+ - —

B 80 1704 8,5 2,9

C 75 — —— ——

D 65 ——— 9,2 2,8

E —-— — — —

T — — 700 20

26~9-72 ~20-



Resistencia a los Disolventes y a los Productos Quimicos

Tiempo de | Dureza | Variacidn |Variacion de .
Muestra Disolvente inmersidn | Shore de Espesor, %
(dias) D Peso, %

E Ninguno ——— 86 0 0]
Acido acético al
50% 10 85 0 0]
NaOH al 10% 10 86 0 0
Acetona al 100% 7 68 +7,9 +9,1
Benceno al 100% 10 85 0 0
Tricloroetileno
al 100% 7 60 +20 $12
Agua al 100% 10 85 0 0

iy Ninguno — 80 0 0]
Acido acético al
50% 10 67 4,5 43,8
NaOH al 10% 10 80 0 0
Descom=-
Acetona al 100% 3 puesta —— ———
Benceno al 100% 10 55 +10 13
Pricloroetileno Descon-
al 100% 3 puesta v ———
Agua al 100% 10 7 +1 0
26-9-72 oA
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Los datos comparativos de la Tabla 1 correspondien=—
tes a las muestras B, D, y ¥, muestran propiedades eléctricas
muy superiores para las formulaciones que contienen el éter
neopentildiglicidflico (muestras B y D). Los datos comparati-
vos de la Tabla 2 para las muestras E y F muestran propieda-
des éuperiores de resistencia a los disolventes y a los pro-
ductos quimicos para la formulacién que contiene el éter neo=
pentildiglicidilico (muestra E).

La Pig. 3 muestra la rdpide caida en el mddulo de
tensién de la muestra F en comparacidn con la formulacibén gue
nia étér neopentildiglicidilico (muestra B). La Fig. 4 mues-
tra las propiedades superiores de resistencia a la traccibn,
en particular a temperaturas altas, de la formulacién que con-
tiene el &ter neopentildiglicidilico (muestra B), La Fig. 5
muestra la excelente retencidn de la flexibilidad de la for=
mulacidn que contenia éter diglicidilneopentilico (muestra B).

Tas propiedades eléctricas, y en particular el fac=-
tor de potencia (100 x tg 5 ) tienen una gran importancia pa=-
ra sistemas de aislamiento en equipo de alta tensidn. Son tame
bién exigencias muy importantes para las resinas de aislamien-
to un mbédulo de traccidn satisfactorio, une resistencia a la
traceidn y un % de alargamiento satisfactorios a la temperatu-
ra ambiente y a temperaturas elevadas. Los datos comparativos
de las Tablas 1 y 2 y de las Figs. 3, 4 y 5 ilustran que el

&ter neopentildiglicid{lico es un componente extremadamente

PP
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Util, en un sistema de resina de aislamiento, como un dilu-
yente reactivo gque no produce efecto alguno perjudicial so-
bre las propiedades eléciricas y mecdnicas de los impregnan-
tes constituldos totalmente por resina epoxidica exentos de
disolvente que pueden utilizarse como aiglamiento pare bobi-
nes y otros elementos eléctricos,

Bsta solicitud, que corresponde a la presenta—
da en Bstados Unidos de América, el dfa 14 de Ochubre de
1,971, bajo el N2 189,382, se acoge a los beneficios del Ar-

tfculo 51 del vigente Butatuto sobre Propiedad Industrial.

-~ REIVINDICACIONES -

Los puntos de invencién propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta soliciftud de Patente
de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientes:

18,- Un nétodo de recubrir un miembro eldctrico
con un cuerpo curado de aislamiento resinoso, caracterizado

bPorque comprende preparar una composicidn resinosa mezclan-

- 23 -
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do, en peso, (4) 85 a 115 partes de una resina epoxidica
de dter glicidflico del tipo del bisfenol A y/o de las
novolacas, (B) 100 a 155 partes de un anhidrido de 4cido

y (C) 25 a 95 parte de un éter diglicidflico de neopen-

tilglicol como diluyente reactivo; aplicar la composicién
resinosa a dicho miembro eléctrico y someter el miembro
recubierto a una temperatura elevada durante un periodo
de tiempo suficiente para curar dicha composicidn resino-
Sa.e

28,~ Un método de acuerdo con la reivindica-
cién 18, caracterizado porque el miembro recubierto se so~
nete a una temperatura de 1002C a 15090 durante aprbximada—
mente una hora bajo presién. .

32,~ Un método de acuerdo con lag reivindica-
ciones 12 & 28, caracterizado porque la resina epoxidica de
bisfenol A tiene un peso equivalente epoxidico comprendido
entre 150 y 5500, y la resina epoxidica de novolaca tiene
un peso equivalente epoxidico comprendido entre 100 y 500,

42,~ Un método de acuerdo con las reivindica-
ciones 18 28 8 38, caracterizado porque se mezclan tambidn
hasta 0,25 partes de una sal de fosfonio cuarternaria como
acelérador latente, por cada 100 partes de (4),.

58,-~ Un método de acuerdo con cualquierc de
las reivindicaciones 12 a 42, caracterizado porque se mez-

clan tambidn hasta 200 partes de particulas de un material

- 24 -
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de carga de tamafio de particula medio comprendido entre
10 y 300 micras, por cada 100 vartes de (&),

62,~ Un método de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1é a 58, caracterizado porque el
anhfdrido de 4cido es al menos uno de entre anh{drido he-
xahidroftdlico, anhfdrido 1—metil-hexahidroftélico, anhi-
drido tetrahidroftdlico, anhi{drido f44lico, anhfdrido
IIADIC, anhfdrigo NADIC~-metflico, anhfdrido 1-metiltetrahi-
droftdlico, anhfdarido piromelftico, polianhidrido poliaze-
laico, y dianhfdarido de1 dcido benzofenontetracarboxilico.

72.~ Un método de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1#& g 6¢, caracterizado borque el miem—
bro es un conductor de cobre o de aluminio ¥ el aislamien-
to-resinoso curado contiene tambidn mica,

82,~ Un mdtodo de acuerdo con Cualquiera de
las reivindicaciones 18 a 78, caracterizado borque el miem-
bro eldetrico se aisla antes de aplicar 1a composicibn re-
g8inosa,

9%.- Un nmétodo de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 12 g 8e, caracierizado borque el miem~
bro es una bobina eldctricy que tiene aplicada a ella ung
cinta de mica que se impregra con lg composicidn resinoga
antes del curado de 1 Wltina,

108,~ Un nétodo de recubrir un miembro elde-

trico con un cuerpo curado de aislamiento resinoso,

- 25 -
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VGD,

Tal y como se ha descrito en la lemoria gue an-—
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y con
los fines gue se han especificado.

Esta Memoria congta de veintiseis hojas escri-

tas a mdquina por una sola cara.

1aarid, €0 FEB. 1975
P.4,

Alberio de Elzaburv
Por P "

- 26 -
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